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The invention relates to a gripper (1), in particular
a Bernoulli gripper for hol ding two-dinensional
conmponents such as silicon-based wafers (2) with a | ow
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(54) Title: GRIPPER, IN PARTICULAR A BERNOULLI GRIPPER
(54) Bezeichnung: GREIFER, INSBESONDERE BERNOULLI-GREIFER

(57) Abstract: The invention relates to a
gripper (1), in particular a Bernoulli gripper
for holding two-dimensional components
such as silicon-based wafers (2) with a
low degree of loading, having a clamping
ring (4) connected to a controllable robot
arm (3), having a baffle plate (6) which
is connected to the clamping ring (4) by
means of a funnel-shaped component
(5) and has a gripping face (7) which
communicates with a flow system (8)
which passes through the funnel-shaped
component (5) and the baffle plate (6) and
by means of which, after an excess pressure
has been applied to the Bernoulli gripper
(1), a negative pressure is to be produced
! * on the gripping face (7) of the baffle plate
\/ / (6) in order to attach by suction the wafer
(2) to be gripped, having a rubberized
/ / / / / / \ \ \ / / bearing surface (9) of a bearing ring (10)

which is integrated in the gripping face
14 13 4 17 5 6 8 7 (7) and provides a slip-resistant movement
of the wafer (2) attached to the gripping
face (7) by suction, and having a sensor
(11) for detecting the wafer (2) attached to
the gripping face (7) by suction. In order
to permit an extremely shock-resistant attachment of the wafer to be gripped on the gripping face of the gripper, the invention
provides a damping device (12) which is circumferentially adapted to the gripper (1), the contour of which device, as viewed in the
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Fig. 1

o plan view of the gripper (1), protrudes circumferentially above the contour of the latter, and which device forms such a damping
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resistance for the wafer (2) to be gripped during its suction-induced approach towards the gripping face (7) that the wafer (2) comes
to bear in a shock-free manner against the rubberized bearing surface (9) of the bearing ring (10).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Greifer (1), insbesondere Bernoulli-Greifer zur belastungsarmen Aufnahme
von flichigen Bauteilen wie siliziumbasierten Wafern (2), mit einem steuerbaren Roboterarm (3) verbundenen Klemmring (4), mit
einer iiber ein trichterférmiges Bauelement (5) mit dem Klemmring (4) verbundenen Prallscheibe (6) mit einer Greiffldche (7), die
mit einem das trichterférmige Bauelement (5) und die Prallscheibe (6) durchsetzenden Strdmungssystem (8) kommuniziert, tiber
das nach Anlegen eines Uberdrucks an den Bernoulli-Greifer (1) ein Unterdruck an der Greiffliche (7) der Prallscheibe (6) zum
Ansaugen des zu greifenden Wafers (2) zu erzeugen ist, mit einer in der Greiffliche (7) integrierten gummierten Anlagefliche (9)
eines Auflagerings (10), durch die ein rutschfestes Verfahren des an der Greifflidche (7) angesaugten Wafers (2) gegeben ist, und
mit einem Sensor (11) zur Erkennung des an der Greiffldache (7) angesaugten Wafers (2). Um ein duBerst stoBschonendes Anlegen
des zu greifenden Wafers an der Greiffldche des Greifers zu erm&glichen, wird erfindurigsgemiB eine an den Greifer (1) umlaufend
adaptierte Ddmpfungseinrichtung (12) vorgesehen, deren Umrif - gesehen in der Draufsicht des Greifers (1) - diesen konturenméBig
umlaufend iiberragt und die fiir den zu greifenden Wafer (2) in dessen zur Greiffldche (7) ansaugbedingten Anflug einen solchen
Dimpfungswiderstand bildet, daB der Wafer (2) stoBschonend an der gummierten Anlageflédche (9) des Auflagerings (10) zur Anlage
kommt.



